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一、个人申报
（一）基本情况【围绕《浙江工程师学院（浙江大学工程师学院）工程类专业学位研究生工

程师职称评审参考指标》，结合该专业类别(领域)工程师职称评审相关标准，举例说明】

一、对本专业基础理论知识和专业技术知识掌握情况

    通过校内高等物流学、高等运筹学、国际商务与物流、物流算法与计算机应用等课程的

学习，已基本掌握专业的基础理论知识与专业技术知识，课程平均分达88分。同时，通过三

段专业实践实习，能够将所学知识应用到企业实践中，为企业带来相应价值。

二、工程实践的经历

1.2022年7月到2022年9月，在宝洁公司的织物护理业务部从事供应链实习工作。

生产车间物料流优化：作为项目负责人，学习生产运作知识，沟通资源，完成项目调研、方

案设计、方案测试与优化迭代。

①背景分析：产线包装物料位置距离投料口远，耗时长；运输时需经过车间通道门会造成刮
蹭 ，影响人员出行，有安全风险；

②设计执行：通过访谈与现场调研，设计新运输路线与物料库位；沟通各部门配合完成新方
案下的生产测试，提出优化方向；

③项目成果：节约每次运输时长1分5秒，全年总计197小时，理论上节约服务工工资4943元/
年。

2.2022年9月到2023年2月，在网易公司的严选事业部从事供应链运营实习工作。

1)采购到货异常处理系统优化：负责需求调研与异常处理流程梳理，参与上线期间实单验证

及上线后续优化。

①需求背景：原流程主要针对供应商直送场景，异常直接推送至供应商处理，而目前经转运

的入库量占比达80%，异常可能来源于转运中心、仓库、运输、供应商等多方，转运场景下原

流程处理需线下沟通多方，处理效率低，急需优化处理流程；

②流程优化：梳理差异类型、定责标准及处理执行方式，改善异常处理流程；生成异常工单

后 ，增加转运中心定责环节，初步判定责任归属转运中心/仓储/供应商，再轮转至对应节

点；功能已上线，跟进后续问题解决，预计节约人效125人天/年。

2)到货不准时原因反馈线上化：负责前期功能任务推送频次、反馈模板、原因反馈的颗粒度

等业务需求梳理及上线后优化。

①需求背景：到货准时率是考核供应商的重要指标，当前对于不准时原因反馈仍为线下表
格，无法关联线上履约原因与罚款；

②产品方案：在采购系统待办处增加采购入库不准时判定与原因反馈任务，周度聚合数据，
交由计划同学完成线上原因反馈；

③预期成果：功能已上线，预计节约全年人效10人天/年，后续将与逾期罚款线上化能力打
通 。
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3.2023年2月到2023年7月，在蔚来公司的数字供应链部门从事供应链产品实习工作。

1）智能硬件芯片供需管理平台：负责梳理业务逻辑，部分前端设计，沟通研发，撰写测试

用例，联调验证，撰写培训文档。

①需求背景：智能硬件芯片成本高，市场产能紧张，供应和需求急需数字化平台管理，实时
监控供应风险，保证供需平衡；

②产品设计：通过整合BOM与供需数据，经过MRP运算提供需求预测、库存和计划到货、周度
供需缺口、预测追踪等看板；

③前端实现：搭建前端数据收集交互与供需管理平台页面，实现数据上传、表格维护、参数
配置、运行与结果查询等功能；
④数据验证：梳理产品逻辑，撰写不同场景下的测试用例，与前端报表展示和后端研发沟通
联调，保证数据与逻辑运算正确。

2）芯片库存成本管理线上化：负责挖掘与整理业务需求，设计与实现前端输入，搭建数据
底表与看板，撰写用户操作手册。

①需求背景：目前芯片成本主要使用线下表格管理，信息分散与滞后，不能查询实时与历史
的芯片、总成、库存价格与成本；

②产品设计：结合成本管理规划，设计数据输入前端，搭建芯片与总成价格、HUB仓库存成
本 、芯片全链路库存成本报表；

③前端实现：在伙伴云平台搭建芯片价格明细表，与业务沟通表维护信息，作为后续制作报
表的芯片价格与成本的输入数据；

④报表搭建：编写SQL代码，搭建报表底层数据，并在DataWind制作前端可视化查询看板，
为芯片成本管理提供数据支持。
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三、在实际工作中综合运用所学知识解决复杂工程问题的案例

    经过长达四个多月的实践，我了解上海蔚来汽车有限公司数字供应链部门供应链产品的

职责内容及业务的运转逻辑，并主要参与了智能硬件芯片供需管理平台设计与开发项目，在

项目开展的过程中，我梳理智能硬件芯片业务逻辑，学习并掌握了供应链的产品工作技能，

该工程案例主要介绍如下：

    该项目的实际背景为：新能源汽车智能硬件芯片成本高，市场产能紧张，供应和需求急

需数字化平台管理，实时监控供应风险，保证供需平衡，目前蔚来公司暂未合适的数字化系

统来管控芯片供需。

    整理当前智能硬件芯片管理流程与数据发现，智能硬件部门芯片供需的数据来源有：

1）BOM ：来在芯片中台研发部负责哥项目的工程管理同事手工整理的BOM，获取方式为线下

表格和邮件，不定期更新；2）需求数据：来自物流计划团队发布的整车预测数量与售后配

件的总成预测数量，获取方式为线下表格与飞书消息，每月不定期获取 ；3）供应数据：来

自代工厂通过线下库存表格填报的当前库存数量与即将到货数量，每周更新。

    在业务部门获取这些数据后，会手工输出需求、未来到货计划、短缺数量和可支撑生产

的周数，后续采购同事将会提前联系芯片供应商备料或市场紧急扫货入蔚来自己的仓库。经

过业务调研，发现当前的业务问题有：1）目前全部是人工线下沟通以及数据零散整理，对

于数据缺乏可视化和规则化，缺少系统进行数据的综合管理。2）需求数据的预处理方式单

一（上浮系数固定为1.2），且未考虑供应侧安全库存的配置，无法支持精细化业务运营和

业务快速仿真。

    针对以上现状与问题，我们期望通过建立智能硬件芯片供需管理平台（针对智能硬件的

CDC、CGW、ADAS 三大总成件）来实现：1）对芯片的BOM、供应、需求数据进行线上化的收

集（现阶段，于伙伴云线上化芯片物料供应及需求平衡报表，以方便后续生成直观的代工厂

生产物料管理及风险预警看板）；2）根据芯片业务逻辑将各类数据预处理；3）梳理代工厂

现有的备货和MRP流程，为规范其他代工厂做铺垫；4）梳理数据处理逻辑，输出 PAB、Net 

demand、WOI；5）根据业务使用诉求做数据后处理，呈现报表样式；6）周度更新并识别周

度缺货物料和数量，监控 WOI，并邮件提醒业务。

    在具体的开发过程中，我主要负责了：1）产品设计：通过整合BOM与供需数据，经过

MRP运算提供需求预测、库存和计划到货、周度供需缺口、预测追踪等看板；2）前端实现：

搭建前端数据收集交互与供需管理平台页面，实现数据上传、表格维护、参数配置、运行与

结果查询等功能；3）数据验证：梳理产品逻辑，撰写不同场景下的测试用例，与前端报表

展示和后端研发沟通联调，保证数据与逻辑运算正确。

    最后该智能硬件芯片供需管理平台成功上线，并得到了业务方和部门领导的一致好评，

数字化的芯片管理也为公司在保证供需平衡的情况下节省了大量成本。
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（二）取得的业绩（代表作）【限填3项，须提交证明原件（包括发表的论文、出版的著作、专利

证书、获奖证书、科技项目立项文件或合同、企业证明等）供核实，并提供复印件一份】

1. 
公开成果代表作【论文发表、专利成果、软件著作权、标准规范与行业工法制定、著作编写、科技

成果获奖、学位论文等】

成果名称

成果类别
[含论文、授权专利（含

发明专利申请）、软件著

作权、标准、工法、著作

、获奖、学位论文等]

发表时间/

授权或申

请时间等

刊物名称

/专利授权

或申请号等

本人

排名/

总人

数

备注

2.其他代表作【主持或参与的课题研究项目、科技成果应用转化推广、企业技术难题解决方案、自

主研发设计的产品或样机、技术报告、设计图纸、软课题研究报告、可行性研究报告、规划设计方

案、施工或调试报告、工程实验、技术培训教材、推动行业发展中发挥的作用及取得的经济社会效

益等】
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（三）在校期间课程、专业实践训练及学位论文相关情况

课程成绩情况 按课程学分核算的平均成绩： 88  分

专业实践训练时间及考

核情况(具有三年及以上

工作经历的不作要求)

累计时间： 1 年（要求1年及以上）

考核成绩： 85 分（要求80分及以上）

本人承诺

个人声明：本人上述所填资料均为真实有效，如有虚假，愿承担一切责任

，特此声明！

申报人签名：
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